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TEHNOLOGIA LTCC

Tehnologiile ceramice LTCC (Low-Temperature Cofired Ceramic ) si HTCC (High
Temperature Cofired Ceramic) permit realizarea de structuri multistrat din packagingul
electronic.

HTCC a fost dezvoltata initial de IBM pentru calculatoare mainframe. Temperatura
ridicata e procesare a ceramicii pe baza de alumina =1600°C necesita utilizarea
materialelor refractare pentru conexiunile interne. Deoarece acestea au rezistivitati
ridicate (aproximativ patru ori mai mare ca aurul), pierderile erau ridicate fata de alte
tehnologii ceramice de realizare a capsulelor.

Tehnologia LTCC a fost dezvoltata initial pentru aplicatii de aviatie, astazi are
multe alte aplicatii. Temperatura mai mica de procesare permite realizarea unor
straturi de tipul celor din TSG, conductoare, rezistive, dielectrice, utilizand
avantajele tehnologiei multistrat HTTC.

Tehnologia LTCC este aplicata la producerea de circuite hibride multistrat (cu
componente pasive si active)

Aplicatii: Telefoane mobile, Aplicatii Wireless, Bluetooth™ cu antena integrata,
module pentru microunde si optoelectronica, industria auto, package pentru senzori,

Alte aplicatii (senzori de presiune si temperatura, micro reactoare chimice, micro N
|ncaIZ|toare mlcro senzorl) MEI\/IS Micro-Electro-Mechanical Systems)
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Procesul LTCC se deosebeste de HTCC:
* Low- LTCC 875°C
* Temperature HTCC 1400-1600°C

« Cofired co-firing a pastelor (di)electrice
LTCC: metale nobile (Au, Ag, Pd, Cu)
HTCC: metale refractare (W, Mo, MoMn)

» Ceramic combinatie de :
- alumina Al,O,
- sticla SiO, - B,O,; - CaO - MgO
- lianti organici

- HTTC: esential din Al,O,
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Stru Ctu ré Glass AlO3 Org. foil

Room
temperature

Glass

~ 850 °C
Y

Proprietati fizice

Stabilitate chimica, comportament inert la HCI, NaOH....

Stabilitate termica (>600°C)

Conductivitate termica redusa (3 W/mK)

Duritate ridicata

Proprietati dielectrice bune (pierderi mici la frecvente inalte, GHz )
Rezistenta la rupere 6,=320 MPa, E=120 GPa, densitate=3,1 g/cm3

Realizeaza cavitati ermetice
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Operatiile pentru realizarea LTCC

Taierea foilor ceramice (green tape)
prin procedeu cu laser, poansonare

Imprimarea individuala a straturilor

Stivuirea foliilor pentru realizarea
structurii 3D.

Presare la inalta presiune

Arderea -> sinterizare, circuit
monobloc

Asamblare componente
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Folia Green Tape de la
DuPont (fata si spate).
Pe spate este o folie de
plastic ce se va exfolia
la stivuire.

Imprimare strat de
sacrificiu (carbon)
pentru realizarea
cavitatilor, folia alba
este de la Heraeus
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Stivuire cu ajutorul tijelor
de centrare

Protectie in folie de
plastic pentru
presarea izostatica
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Ardere (Co-firing)

1000 °C,15 min
875 GC’ 2 h
875 oC’ 15 min

t 850 °C, 15 min
) 800 °C, 15 min
}'?, 10 °C/min
g“ 7 °¢/min 420 °C, 1h -10 °C/min
o)
o -« Time
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Aplicatie: Senzori de presiune in tehnologia LTCC

Deflection y(r=0)
PIPIPPIPPPP

R 3 Diaphragm
P [P
' i . T

Cavity

Electrodes

Principiul de functionare al senzorului capacitiv
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Alte aplicatii

Circuite

Thick Film
Top side or External Dielectric or
Conductor 4T ;
Vias \ _— Post Fire Resistor

Green Tape & Bavww oo — ]

Dielectric Layers Thermal

Vias

Stacked
Internal Conductors i Back side or External
Conductor

Buried Resistors
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Alte Tehnologii
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3D MIDs (Molded Interconnection Devices)

Interconectarea se realizeaza prin
aplicarea cablajului pe suprafata
dispozitivelor de plastic.

» Metalizarea plasticului:
Depunere de Cu ne-electrica

Cablarea 3D poate inlocui cateva
componente mecanice, cum ar fi
intrerupatoarele butoanelor

 Aplicare fotorezist: -
prin electroforeza P~ >

- Expunere: f A 05&”
scriere directa cu laser o ,?a

aplicare a unei masti foto 3D

Gauri de trecere metalizate Layout strat de cupru ‘ ’n
\/, SMD " 2
/ " P

Plastic rezistent la
socuri, ex.
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